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(57) Abstract: The aim of the invention is to reduce the volume of power modules, especially for electronic motor control devices 
. The invention in characterised in that an area is formed between cooling elements (7 12) with the aid of an annular shaped rubber 
^ seal (6). A semi-conductor device (2) is sealed with a sealing compound (16) therein. Both sides of the semi-conductor device (2) 
W can be cooled with cooling bodies (9-12) enabling the amount of space required for the power module to be reduced. 

[Fortseizung auf der ndchsten Seite] 



wo 2005/004236 Al liliiililllllillllllllllilllllllllllilllllllilllli 



(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fur 
Jede verftigbare regionale Schutzrechtsart)z ARIPO (BW, 
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, 
ZM. ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, 
TJ, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, ML, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, B J, CF, CG, CI, CM, GA, 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 



VerofTentlicht: 

— mit intemationalem Recherchenbericht 



Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations ") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT'Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Das Volumen von Leistungsmodulen insbesondere fur elektroni-sche Motor-Steuergerate soli reduziert 
werden. Dazu wird vor-geschlagen, dass mit Hilfe einer ringformigen Gummidichtung (6) ein Raum zwischen Kiihlelementen (7 
bis 12) gebildet wird, in dem eine Halbleitereinrichtung (2) mit einer Vergussmasse (16) vergossen wird. Damit ist es mSglich, die 
Halbleiterein-richtung (2) von beiden Seiten mit KiihlkSipem (9 bis 12) zu kiihlen, so dass der Bauraum fiir das Leistungsmodul 
reduziert werden kann. 



